






























专利名称(译) 自发光互补金属氧化物半导体影像传感器封装
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优先权 13/936844 2013-07-08 US

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一微电子芯片包含与一发光二极管芯片整合的一互补金属氧化物半导体
影像传感器。电路是建立在该芯片的上，以供共享电源方案。
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